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以下資料由環球晶圓股份有限公司及元大寶來證券有限公司提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意


認購相關資訊
公司簡介
主要業務項目
最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
最近五年度簡明資產負債表
最近三年度財務比率
公司名稱：環球晶圓股份有限公司 (股票代號：6488)

	輔導推薦證券商
	元大寶來證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司

	主辦輔導券商聯絡人電話
	周宏懋/ (02)2718-1234分機6735

	註冊地國
	(外國發行人適用)

	訴訟及非訟代理人
	(外國發行人適用)


	輔導推薦證券商認購環球晶圓公司股票之相關資訊

	證券商名稱
	元大寶來證券股份有限公司
	凱基證券股份有限公司

	認購日期
	103.10.22
	103.10.22

	認購股數（股）
	6,249,000
	100,000

	認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率
	1.97%
	0.03%

	認購價格
	60元

	認購價格之訂定

依據及方式
	環球晶圓及其子公司主要從事矽晶材料之製造及銷售等業務，其產品主要為矽晶棒及客製化之矽晶圓，其主要客戶多為半導體元件大廠。目前產品包括超低電阻重摻紅磷晶棒、超低電阻重摻砷晶棒、超低電阻重摻硼晶棒、超低含氧量MCZ晶棒、拋光晶圓及磊晶晶圓、退火晶圓、非拋光晶圓及超薄晶圓、MEMS用超平坦晶圓、高亮度浸蝕晶圓、SOI晶圓及高功率電力電子接合晶圓、擴散晶圓及深擴散拋光晶圓、GaN_HEMT 磊晶用高強度矽基板。
關於股票價值評估的方法很多種，各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異，目前市場上常用之股票評價方法包括市價法如本益比法(Price/Earnings ratio，P/E ratio)、股價淨值比法(Price/Book value ratio，P/B ratio)，係透過已公開的資訊與整個市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價的調整；成本法則分為以帳面之歷史成本資料作為公司價值評定基礎的淨值法，以及採用未來現金流量作為公司價值評定基礎的現金流量折現法。

其中因現金流量折現法係以未來各期所創造現金流量之折現值合計數認定為股東權益價值，由於未來之現金流量無法精確掌握，且評價使用之相關參數並無一致標準，可能無法合理評估公司應有之價值；成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值，故本推薦證券商僅就市價法-本益比法及股價淨值比法進行評估。

經參酌環球晶圓公司之上市(櫃)採樣同業，包括：台勝科(股票代號：3532)、合晶(股票代號：6182)及嘉晶(股票代號：3016)於臺灣證券交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之本益比及股價淨值比資訊，彙列如下：
項目

公司

103年7月

103年8月

103年9月

平均

台勝科(3532)
本益比

60.00
53.17
49.93
54.37
股價淨值比

1.56

1.51

1.51

1.53
合晶(6182)
本益比

NA
NA
NA
NA
股價淨值比

0.77
0.72
0.74
0.74
嘉晶(3016)
本益比

NA
169.41
175.26
172.34
股價淨值比

1.82
1.64
1.78
1.75
資料來源：臺灣證券交易所網站及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心網站

經參考國內上市(櫃)採樣同業之本益比及股價淨值比資訊，上述上市櫃採樣同業因最近四個季度每股稅後淨利為負數或是小於1致平均本益比均偏高，故不擬採用本益比法評估；另觀上市櫃採樣同業除合晶公司股價淨值比明顯較其他採樣同業為低不擬採用外，同業股價淨值比介於1.53~1.75倍之間，若以環球晶圓公司103第二季經會計師核閱之財務報告每股淨值為39.46元，並參酌環球晶圓公司尚非屬上市櫃公司給予5%~10％流動性貼水風險折價，按上述區間推估其參考價格，價格約在54元~66元之間，參酌該公司經營績效、獲利情況、所處市場環境、產業未來成長性及同業之市場狀況，並考量興櫃巿場流動性不足之風險後，本公司與環球晶圓公司共同議定之每股認購價格為60元，故本次輔導推薦證券商與該公司共同議定之興櫃認購價格應屬合理。



	公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

	一、公司介紹：
環球晶圓及其子公司主要從事矽晶材料之製造及銷售等業務，其產品主要為矽晶棒及客製化之矽晶圓，其主要客戶多為半導體元件大廠。該集團名列全球第六位，由於晶圓製造業前兩大已占全球晶圓營業額近百分之六十，而前六大已占全球晶圓營業額已占超過百分之九十。以中小尺吋晶圓而言(含八吋及八吋以下尺寸晶圓)， 該公司已有全世界前三大的產能， 而該公司的六、八吋則排名世界首位。因應全球八吋需求強勁，該公司將持續利用此項競爭力來做持續性的成長，除了加強十二吋的銷售外，針對八吋磊晶片的成長亦是積極努力的重點。
二、歷史沿革：
民國100年10月

環球晶圓正式成立 ( 原中美矽晶半導體事業處分割獨立 )，實收資本額1,800,000仟元。

民國101年04月

環球晶圓(股)公司完成收購日商Covalent Materials Corporation公司旗下半導體矽晶圓事業部，實收資本額為3,175,000仟元。

民國102年 08月

ISO14001認證通過。
民國102年 12月

台灣智慧財產管理制度(TIPS)認證通過。
民國102年 12月

環球晶圓獲得國健署102年度健康職場啟動標章認證肯定。
民國103年 07月

TS16949：2009認證通過。
三、經營理念：
「誠信、專業、團隊、創新」

· 強調以誠信為原則，以親切、專注、積極及專業的精神，激發個人的創造力；透過團隊的默契、技術及管理的不斷創新，展現本公司特有的文化。

「客戶滿意  追求卓越」

「提昇自我  回饋社會」

「創新技術  提昇利潤」

· 環球晶圓一直以專業晶圓材料供應商自居，強調與客戶之間不論是在技術面、策略面，以及獲利性上相乘加值的合作關係，營造共同成長與雙贏的環境。同時致力與員工追求卓越、為股東創造效益，以善盡公民責任。今後我們仍將秉持這樣的理念，積極提昇環球晶圓製程、品質，與客戶服務的水準，以進一步創造環球晶圓獨特的價值。
四、未來展望：
(1) 短期發展計劃
A.開發高品質重摻長晶技術及晶圓加工技術，以符合功率半導體磊晶的市場強力需求。

B.積極開展汽車用電子元件及智慧型手機(Smart phone)使用元件的市場與訂單；並擴大產能以吸引更多四吋至八吋晶圓訂單；尋求技術與銷售之策略聯盟，開發設計公司新產品的研發與材料的需求；快速將產品導入市場，提升市場占有率；開始開發大尺寸晶圓長晶核心技術，並擴大與學術及研究機構之交流，加速產品及技術開發能力達到國際水準。

C.加速擴充八吋產能，並提昇十二吋生產效能，提高八吋及12吋晶圓全球市佔率。
(2) 長期發展計劃
A.朝向大尺寸重摻長晶及功率半導體磊晶技術發展，成為全球規模最大且產品完整性最高的矽晶圓供應商。

B.朝向高效率長晶技術發展，成為全球品質最好效率最高產品種類最完整的矽晶圓供應商。

C.整合日本廠與臺灣，中國及美國工廠產能及技術的平臺以充份利用各廠內的資源及運用最有效的銷售策略。

D.由於分離式器件也將由較小尺寸(75mm、100mm、125mm)轉型至較大的尺寸(150mm、200mm)，公司必需規劃比客戶早一代的產品，以延伸半導體客戶產品需求的轉變並提供客戶更好的產品選擇。參考日本廠較大尺寸的單晶爐的高效率熱場設計及單晶提拉技術，投入發展八吋半導體重掺晶圓或磊晶晶圓，藉由技術平臺之建立，降低產業競爭及增進業務之推廣，朝向具高附加價值的專業技術角色前進。業務方面，也應該開始八吋晶圓的市場開發及產品認證，藉以打入更多八吋晶圓的市場，並與客戶建立長期技術合作的關係。

E.領先開發符合次世代產品運用之晶片，佔得市場不可取代強有力之位置，並進入更多一線IC大廠的市場。




	主要業務項目：

主要係從事研發、設計、製造及銷售半導體矽晶材料及其元件。

	公司所屬產業之上、中、下游結構圖：




	
	
	
	
	

	產品名稱
	產品圖示

及介紹
	重要用途或功能
	最近一年度
營收金額(仟元)
	佔總營收

比重(%)

	半導體晶錠產品
	
	為半導體元件之最主要材料，經過不同製程如拋光、擴散、曝光、蝕刻等，以及後段如：組裝、測試等方式成為分離式元件、積體電路及光電元件所需之材料。運用於二極體、整流器、電晶體、TVS、閘流體、MOSFET等半導體分離式元件、MEMS、Power Device (功率半導體)及消費性IC、LOGIC IC等積體電路及光電元件。
	289,210
	1.86

	半導體晶片產品
	
	
	15,222,833
	97.77

	其他
	
	
	57,532
	0.37

	合計
	15,569,575
	100.00




	最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

單位：新台幣千元

	年度

項目
	98年
	99年
	100年
	101年
	102年
	103年截

至9月份止
(自結數)
(註1)

	營業收入
	－
	－
	475,968
	14,040,094
	15,569,575
	11,954,929

	營業毛利
	－
	－
	175,322
	2,762,314
	3,669,189
	2,734,210

	毛利率(%)
	－
	－
	36.83
	19.67
	23.57
	22.87

	營業外收入
	－
	－
	37,160
	41,584
	115,383
	356,263

	營業外支出
	－
	－
	18,467
	275,678
	105,004
	230,221

	稅前損益
	－
	－
	140,952
	799,615
	2,231,574
	1,794,796

	稅後損益
	－
	－
	121,608
	980,346
	1,975,927
	1,550,476

	每股盈餘（元）
	－
	－
	0.68
	3.44
	6.22
	4.88

	股利發放
	現金股利(元)
	－
	－
	－
	2.8
	5.5
	－

	
	股票股利(資本公積轉增資)(元)
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	
	股票股利(盈餘轉增資)(元)
	－
	－
	－
	－
	－
	－


註：該公司業於100年10月設立，100至102年度財務資訊係依據ROC GAAP編製並經會計師查核簽證，另100年度依個體財務報表填列，101~102年度則依合併財務報表填列，103年截至9月份之損益資訊係由該公司提供之自結合併財務報表所填列。
	最近五年度簡明資產負債表

單位：新台幣千元
單位：新台幣仟元

	年度

項目
	98年
	99年
	100年
	101年
	102年

	流動資產
	－
	－
	2,752,154
	8,846,455
	8,613,671

	基金及長期投資
	－
	－
	3,973,344
	500,769
	184,009

	固定資產
	－
	－
	453,437
	12,184,144
	9,895,127

	無形資產
	－
	－
	－
	631,754
	646,513

	其他資產
	－
	－
	678,759
	1,371,323
	1,321,051

	資產總額
	－
	－
	7,857,694
	23,534,445
	20,660,371

	流動

負債
	分配前
	－
	－
	484,333
	6,880,312
	4,732,249

	
	分配後
	－
	－
	484,333
	7,769,312
	6,478,499

	長期負債
	－
	－
	－
	－
	－

	其他負債
	－
	－
	96,813
	3,476,054
	2,506,275

	負債

總額
	分配前
	－
	－
	581,146
	10,356,366
	7,238,524

	
	分配後
	－
	－
	581,146
	11,245,366
	8,984,774

	股本
	－
	－
	1,800,000
	3,175,000
	3,175,000

	資本公積
	－
	－
	5,130,000
	9,255,000
	9,305,111

	保留

盈餘
	分配前
	－
	－
	121,608
	1,101,954
	2,188,881

	
	分配後
	－
	－
	121,608
	212,954
	442,631

	金融商品未實現損益
	－
	－
	－
	－
	－

	累積換算調整數
	－
	－
	224,940
	(353,875)
	(1,247,145)

	股東權益總額
	分配前
	－
	－
	7,276,548
	13,178,079
	13,421,847

	
	分配後
	－
	－
	7,276,548
	12,289,079
	11,675,597


註：該公司業於100年10月設立，上開財務資訊係依據ROC GAAP編製皆經會計師查核簽證，100年度依個體財務報表填列，101~102年度則依合併財務報表填列。


	最近三年度財務比率

	年度

項目
	100年
	101年
	102年

	財

務

比

率
	毛利率(%)
	36.83
	19.67
	23.57

	
	流動比率(%)
	568.24
	128.58
	182.02

	
	應收帳款天數(天)
	134.19
	88.59
	77.99

	
	存貨週轉天數(天)
	94.07
	100.83
	96.82

	
	負債比率(%)
	7.40
	44.01
	35.04


註：上開財務資訊係依據ROC GAAP編製皆經會計師查核簽證，100年度依個體財務報表填列，101~102年度則依合併財務報表填列。


投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!![image: image6.png]



公司概況資料表





























半導體


Semiconductor





積體電路元件(Intergrated Circuit；IC)





光電元件(OptoelctronicDevices)





分離式元件


(Discrete


 Devices)





電晶體


(Transistors)





二極體


(Diodes)





閘流器


(Thyristors)





整流二極體(Rectifier Diodes)





蕭特基二極體(Schottky Diodes)


)





信號二極體(Signal Diodes)





排列二極體(Array Diodes)





交換二極體(Switching Diodes)





齊納二極體(Zener Diodes)





混頻二極體(Mixer Diodes)





特殊用途二極體(Specialpurpos Diodes)





場效電晶體(FET:Field-effeet,Total)





雙極電晶體(BJT:Bipolar,Total)





矽控整流器(SCR)





閘路控制管(TRIAC)





分為數位雙載子(Bipolar Digital)、記憶體(Memory)、微元件(Micro)、邏輯(Logic)、類比(Analog)等五大類





包含發光二極體(LED)、影像感測器、雷射二極體與光感測器等
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